Apple reduce la dependencia
de Asia en sus chips: mejora
el contrato con Amkor vy
comienza a desvincularse de
TSMC

Apple estd moviéndose cada vez mds rapido. Las oportunidades
de la Ley CHIPS for America y el hecho de que quiere reducir
la dependencia de Asia va a jugar un papel clave en el futuro
mas inmediato de los de Cupertino. Por ello, Apple hoy anuncia
algo importante: amplia y mejora las relaciones contractuales
con Amkor para los package avanzados, eso si, en suelo
americano.

Con ello, deja a TSMC como proveedor de chips, no siendo
descartable que en a partir de 2026 puedan optar a
los servicios de IFS.

Apple, mediante su sala de prensa, ha anunciado la continuidad
del compromiso y contrato que tenia con Amkor, solo que esta
vez hay mas detalles a trabajar y un contexto por detrds que
los de la manzana mordida no han querido desvelar por motivos
obvios. ¢éQué esconde Tim Cook con este movimiento tan
continuista?

Apple vuelve a firmar con Amkor con
el objetivo de desvincularse mas de
China y Taiwan

El futuro son los package 3D, eso no es una prediccidn, es un
hecho y estamos a 12 dias de verlo realmente en el mercado con
Intel Meteor Lake y sus nuevas CPU. En algin momento Apple
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dard el salto completo al 3D, pero, entre tanto, sigue con
el 2.5D en sus CPU duales Mx Ultra.

Por ello, lo que hoy ha mostrado es clave para entender el
futuro, y a ello se han referido asi:

“Apple esta profundamente comprometida con el futuro de la
fabricacion estadounidense y continuaremos ampliando nuestra
inversion aqui en Estados Unidos”, dijo Jeff Williams,
director de operaciones de Apple. “El silicio de Apple ha
desbloqueado nuevos niveles de rendimiento para nuestros
usuarios, permitiéndoles hacer cosas que nunca antes habian
podido hacer, y estamos encantados de que el silicio de Apple
pronto se produzca y empaquete en Arizona”.

E1l acuerdo de Apple y Amkor tiene mas de 10 afios de vigencia,
por lo que el anunciar que renuevan, sin fecha como tal (que
la habra, solo que no la han comentado) revela los planes de
Tim Cook y el gobierno americano.
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Amkor es la clave para no tener que
depender de TSMC

A Apple solo le gusta TSMC no solamente porque los nodos son
competitivos, producen en masa y a unosS precios y con unas
condiciones inmejorables, sino porque ademds se adaptan a sus
necesidades con tecnologia varias.

Como bien dice el comunicado de mas arriba, “Apple esta
profundamente comprometida con el futuro de la fabricacién
estadounidense” y ahi estd la clave. Amkor va a invertir mas
de 2.000 millones de dolares en un proyecto para construir una
FAB de package avanzado, donde Apple estd totalmente inmersa
en el proyecto codo con codo, es un plan a dos bandas.

Esta FAB serd la mas grande de EE.UU. para dicho propésito,
siendo este exclusivo, ya que no van a fabricar chips de
ningun tipo, solo package de los mismos. ¢(Y eso en qué
influye? Pues que para los chips de alto rendimiento Apple
tiene que recurrir a TSMC y su SoIC 2.5D, lo cual implica
llevar los chips hasta Taiwan (solo gama M Ultra, por ahora),
puesto que ahora mismo se estan produciendo en suelo americano
para los iPhone 15, con los consecuentes gastos y derivaciones
de trabajo fuera de EE.UU.

Intel y su FAB mas puntera entran
en juego en Arizona

Con este esfuerzo conjunto, Apple trabajara codo con codo con
Amkor para sus empaques 2.5D y 3D, todo en suelo americano, Yy
no necesitard a TSMC para ello, donde ademds, las FAB de ambas
empresas estan casi pegadas fisicamente, por lo que el tiempo
y costes se reducen al minimo. éCual serd el futuro de Apple
en chips?

Pues es probable que los de Cupertino ya hayan probado el nodo



Intel 20A e Intel 18A. De hecho, hay rumores entre bambalinas
sobre ello, puesto que Intel ha adoptado herramientas EDA
genéricas de 1la industria, facilitando el cambio vy
optimizacion de los disefios.

Intel 16A e Intel 14A podrian ser candidatos claros en 2026
para llevarse a Apple como cliente, puesto que también dispone
de FAB en Arizona, la cual se terminara en unos meses y
comenzard a funcionar con el objetivo de producir en alto
volumen en 2025 como muy tarde.

Visto el comunicado de Apple donde asegura que fabricara y
creara sus packages en Arizona, viendo los retrasos vy
problemas de TSMC N2, Intel esta en liza con Amkor para crear
una unién muy fuerte con Apple, puesto que, como dijo el
presidente de TSMC, los nodos mas avanzados no saldran de la
isla, y eso es algo que Apple ni quiere ni puede permitirse
vista la competencia que tendra a partir de 2025 en SoC.


http://blogs.unica.cu/ntic/files/Amkor4shot_1.jpg

Amkor esta aprendiendo de TSMC
gracias a su unidén en 3DFabric

Y ojo, porque Amkor colabora con TSMC en OIP 3DFabric
Alliance desde el afio pasado, asi que es probable que con
estos 2.000 millones mas los que meterd Apple estén usando a
los taiwaneses de trampolin para desvincularse en el futuro
cuando la FAB esté lista para lanzar sus propias tecnologias
de package. Sin duda, el sector de los semiconductores esta
dividido entre reducir los procesos litograficos al mismo
tiempo que crear los mejores package, lo cual puede dar a
alianzas nunca vistas.

Fuente: elchapuzasinformatico.



